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熱熔膠與環氧樹脂接著劑技術與應用發展研討會
                                                                                                    1110324-25t

主辦執行單位：台大嚴慶齡工業研究中心/財團法人台慶科技教育發展基金會
協辦單位：台灣合成樹脂接著劑工業同業公會

舉辦地點：台大嚴慶齡工業研究中心研討室(台北市基隆路3段130號)
舉辦日期：111年3月24日(四) ~ 3月25日(五) 
簡   介

合成樹脂接著劑廣泛應用於食衣住行之中，是日常生活中不可或缺的必需品。然而在生產與應用上卻也帶來了碳排放與廢棄物等問題，如何降低這些負面衝擊，讓產業得以永續發展是產業界須共同面對的挑戰,除了永續發展外，發展高性能的產品也是合成樹脂接著劑的另一項發展方向。

本次研討會首日課程邀請熱熔膠大廠德淵企業公司 葉益彰技術長說明低碳足跡的生質材料應用於熱熔膠的現況與發展，以及全球合成樹脂SBC原料龍頭環球橡膠公司2位技術服務工程師 董秀婷小姐及 萬益承先生說明SBC如何順應綠色節能趨勢發展。

研討會第二天課程特別邀請南亞塑膠公司 吳振華處長介紹環氧樹脂種類與特性及技術發展、長興材料公司 林士傑博士說明環氧樹脂結構接著技術及工業領域應用、工研院材化所 楊偉達副組長分享有關銅箔基板製程相關環氧樹脂及基礎配方介紹，使學員對PCB所應用的環氧樹脂有所了解；包郁傑研究員將介紹OLED與LCD顯示器用封裝材料及分享工研院於LCD顯示器用封裝材料最新發展動向。
本課程精采可期，不容錯過，期待大家共襄盛舉。對本次研討會內容有興趣者歡迎報名，以免向隅。

主講人 介紹

	● 葉益彰 技術長 

現職：德淵企業(股)公司   
專長：生質材料、研發管理、水凝膠、六標準差專案管理
	● 吳振華 處長

現職：南亞塑膠工業(股)公司   

專長：環氧樹脂特性與製造

	● 董琇婷 技術服務工程師 

現職：環球橡膠(股)公司 
專長：熱熔膠開發與應用、SBC結構設計與膠黏劑應用關係、塑料混煉與改性…
	● 林士傑 高級研究員

現職：長興材料工業(股)公司   

專長：環氧接著劑、不飽和聚酯樹脂、高分子物理、聚氨酯接著劑、壓克力接著劑

	● 萬易承 技術服務工程師 

現職：環球橡膠(股)公司 
專長：膠帶和商標用膠黏劑產品開發、SBC高分子合成、SBC結構設計與流變分析…
	● 楊偉達 副組長

現職：工研院材化所   

專長：電子構裝材料、高分子材料、有機無機複合材料

	● 包郁傑 研究員

現職：工研院材化所 

專長：壓克力樹脂、環氧樹脂膠材開發、有機合成


報名日期：即日起至111年3月18日或額滿為止。
費用：台灣合成樹脂接著劑工業同業公會、台北市化工原料商業公會、台灣區塗料公會和主講人公司員工，或一家公司報名3人以上等每人每日新台幣2500元整；其他報名人士每人每日新台幣2800元整（報名費用包含講義、餐點等）。

參加對象：光電、合成樹脂、高分子、材料、特用化學品、紡織、建築、合成皮、接著劑、橡膠、塗料、塑膠等相關產業研究人員

報名方法：
· 請多利用網路報名https://course.tl.ntu.edu.tw/training/ 或 洽詢02-33661363 # 59144

· 通訊報名：請填妥報名表連同費用於111年3月18日前以掛號寄至

            「台北市基隆路三段130號，台大嚴慶齡工業研究中心 葉立君收」

熱熔膠與環氧樹脂接著劑技術與應用發展研討會日程表

	日期
	時  間
	課  程  內  容
	講師

	3/24

(四)
	09:30-10:50
	生質材料應用於熱熔膠的現況與發展(一)
	 葉益彰 技術長

	
	10:50-11:00
	休息
	

	
	11:00-12:20
	生質材料應用於熱熔膠的現況與發展(二)
	 葉益彰 技術長

	
	12:20-13:30
	午餐
	

	
	13:30-14:50
	高流動性SBC與綠色熱熔膠
	  董琇婷 技術服務工程師

	
	14:50-15:00
	休息
	

	
	15:00-16:20
	SBC結構設計與熱熔膠應用
	  萬易承 技術服務工程師

	3/25

(五)
	09:30-10:50
	環氧樹脂種類與特性及技術發展
	吳振華 處長

	
	10:50-11:00
	休息
	

	
	11:00-12:20
	環氧結構膠於工業領域之應用
	     林士傑 高級研究員

	
	12:20-13:30
	午餐
	

	
	13:30-14:50
	環氧樹脂在PCB應用相關技術
	 楊偉達 副組長

	
	14:50-15:00
	休息
	

	
	15:00-16:20
	顯示器用封裝材料
	 包郁傑 研究員


★ 執行單位得視情況保留變動講師、課程變更、場地更動等之權利 ★  111A03
======= ======= ====== ====== ====== ==== ===== ===== ===== ===== ===== ====== 

       熱熔膠與環氧樹脂接著劑技術與應用發展研討會報名表
            < 請勾選報名日期  □ 3/24  □ 3/25   □ 2天 >
	公司全銜
	
	統一編號
	

	聯絡地址
	 (郵編)□□□

	聯絡人
	
	電話
	
	傳真
	

	姓名
	身分證號碼
	出生日期
	工作部門
	職稱
	最高學歷
	E-mail

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	· 隨單附上參加培訓班之報名費用，共新台幣___________元整。(如不敷使用，請自行影印) 

· 上課地點：台大嚴慶齡工業研究中心研討室(台北市基隆路3段130號)
請郵寄或傳真至：(106)台北市基隆路三段130號,葉立君收


台灣合成樹脂接著劑工業同業公會  Tel:02-29998788     Fax:02-29990380 
